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Abstract of DE1 9541 334 

The circuit mfr. involves the generation of a 
number of circuit zones (1a.1b.1n) on a single 
main printed circuit board (1 ) where each zone 
contains a conductor pattern (1c). One or more 
sets of connecting wires (3) are attached to 
connection pads (1w) on the circuit board, by 
which the multiple circuit zones are mechanically 
interlinked, and after this step the main circuit 
board is divided into individual circuit building 
blocks. 
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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG 1st gestellt 

© Schaltungssubstrat mit Verbindungsieitungen und Herstellungsprozefc fur dasselbe 

(§) Es ist ein Verfahran zur Herstellung einas Gerates be- 
schrieben, walche3 dla Schritte umfa&t: AusbNden einer 
Vielzahl von Schaltungszonen auf einer einzelnen gedruck- 
tan Haupt-Schaltungsplatte, Anloten aines oder mehrerer 
Verbindungsieitungen an entsprechendan Anschluflflachen- 
elektroden der vorangehend genannten Schaltungszonen in 
einam Zustand, baf dam eina Vlalzahi der Schaltungszonen 
mechanfsch mlteinander verbunden sind, urn die gedruckte 
Haupt-Schaltungsplatta zu Widen, und Zerteilen der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatta in einzelna gedruckte 
Schaltungsplatten, von danen jede einer der Schaltungszo- 
nen auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte emspricht ■ 
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Beschreibung einer L6tpaste beschichtet, die rait'Hilfe eines Sieb- 

druckprozesses oder ahnlichem aufgebracht werden 
kann, 

Hintergrund der Erfindung Bei dem ProzeB dcr Fig. 1 A und IB sei darauf hinge- 

5 wiesen, daB die gedruckten Schaltungsplatten 11a- 1 In 

Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Elektro- auf den jeweiligen Warmesenken 12a— 12n in Ausrich- 

nikgertte und spezieller die Herstellung eines solchen tung nut dera Leiterrahmen 14 derart montiert sind, daB - 

GerStes, welches ein Substrat aufweist, auf dem ein Ver- • die VerbindungsanschluBflfcchen, die auf den gedruck- 

drahtungsmuster ausgebildet ist und wobei eine oder ten Schaltungsplatten 11a— lln ausgebfldet sind, einen 

mehrere elektrische oder Elektronik-Komponenten j 0 Kontaktangriff mit den entsprechenden Verbindungs- 

darauf befestigt sind leitungen 13 aufbauen. Nachdem die Ausrichtung als : 

Elektronikgerate, inklusive solcher fOr Mikrowellen- solche erreicht ist, werden der Leitungsrahmen 14 und 

anwendungen, enthalten allgemein verschiedene Kom- die gedruckten Schaltungsplatten 11a- lln darauf 

ponenten, wie beispielsweise Kondensatoren, Wider- durch einen Aufschmelzofen hindurchgefuhrt, urn ein 

stands Transistorea und integrierte Schaltungen, die 15 Anldten der Verbindungsleitungen 13 auf den entspre- 

auf einer gemeinsamen gedruckten Leiterplatte rnon- chenden VerbindungsanschluBflachen der gedruckten 

tiert sind Schaltungsplatten 11a- lln zu erreichea 

Wenn derartige Elektronikgerate in einer groBen Nachdem die gedruckten Schaltungsplatten 11 a— lln 

Zahl hergestellt werden, wird eine Anzahl identischer auf diese Weise fest auf dem Leitungsrahmen 14 Qber 

gedruckter Schaltungsplatten in solcher Weise herge- 20 die Verbindungsleitungen 13 angeschlossen sind wer- 

stellt, daB die gedruckten Schaltungsplatten identische den elektrische und/oder Elektronik-Komponenten, wie 

Schaltungsmuster tragen und Komponenten, wie bei- beispielsweise Widerstande, Kondensatoren, Transisto- 

spielsweise Kondensatoren, Widerstande, Transistorea ren, integrierte Schaltungen und ahnliches auf den je- 

oder integrierte Schaltungen darauf befestigt sind die in weiligen Teilen der Halbleitennuster 11 w der gedruck- 

Kontakt mit den entsprechenden Schaltungsmustern 25 ten Schaltungsplatten 11a— lln befestigt, und zwar 

stehea Indem ferner die gedruckten Schaltungsplatten durch einen Roboter oder ein anderes geeignetes, einen 

durch einen Aufschmelzofen zusammen mit den darauf automatischen Zusammenbau durchfuhrendes Gerat 

angeordneten Komponenten gefiihrt werden, bewirkt Da die gleiche Zusammenbauprozedur fur jede der ge- 

die Latpaste, die auf die Schaltungsmuster im Siebdruck druckten Schaltungsplatten 11a— lln wiederholt wird, 

aufgebracht wurde, ein Aufschmelzen und die Kompo- 30 ist der ZusammenbauprozeB der Fig. 1 A und 1 B speziell 

nenten werden fest auf den entsprechenden Schaltungs- fur einen automatischen Zusammenbau mit einem ho- 

mustern angelotet Es sind ferner Verbindungsleitungen hen Durchsatz geeignet 

auf der gedruckten Schaltungsplatte vorgesehen und Der ProzeB der Fig. 1A und IB ist jedoch mit einem 

stehen in Verbindung mit verschiedencn Ein'gangs- und 'Nachteit behaftet dahingehend, daB die Ausrichtung 

AusgangselektrodenanschluBflachenalsauchmVerbin- 35 zwischen den gedruckten Schaltungsplatten 11a- lln 

dung mit verschiedenen StromelektrodenanschluBfla- und den Verbindungsleitungen 13 auf dem Leitungsrah- 

chen und ErdungsanschiuBflachen. Bei den neuerlichen men 14 zu dem Zeitpunkt des Aufschmelzens der Lotle- 

Halblekerschaltungen, bei denen die Komponenten in gierungverlorengehenkann,wieinFig. 2gezeigtisL 

einer hohen Montagedichte befestigt sind kann die ge- Es sei in Verbindung mit Fig. 2 darauf hingewiesen, 

druckte Schaltungsplatte ferner mit einer Warmesenke 40 daB die gedruckte Schaltungsplatte 11a hinsichtlich des 

ausgestattet sein, um die durch die Komponenten er- Leitungsrahmens 14 gedreht ist und darait die Verbin- 

zeugte Warme zu zerstreuen. dungsleitungen 13 verdreht sind wahrend die gedruck- 

Um derartige Elektronikgerate in einer groBen Zahl ten Schaltungsplatten lib und lln parallel hinsichtlich 

und mit einem hohen Durchsatz der Produktion herzu- des Leitungsrahmens 14 verlegt sind Wahrend bei ei- 

stellen, wird vorgeschlagen, die Verbindungsleitungen 45 nem solchen Fall die elektrische Verbindung zwischen 

auf den gedruckten Schaltungsplatten in einem solchen den Verbindungsleitungen 13 und den entsprechenden 

Zustand zu befestigen, daB die Verbindungsleitungen . Verbindungs-AnschluBflachen auf den gedruckten 

auf einen gemeinsamen Leitungsrahmen als ein integra- Schaltungsplatten lla-lln aufrechterhalten werden 

ler Teil desselben hergestellt werden. Der Leitungsrah- kann, wird die Bef estigung der elektrischen und/oder 
men kann eine Warmesenke enthalten, und zwar eben- 50 Elektronik-Koraponenten auf den gedruckten Schal- 

falls als Teil desselben. • tungsplatten in exakter Ausrichtung mit den Verdrah- 

Die Fig. 1 A und IB zeigen einen herkommlichen Pro- tungsmustern 1 lw darauf schwierig. Es sei darauf hinge- 

zeB zur Befestigung der Verbindungsleitungen 13 auf wiesen, daB die gedruckten Schaltungsplatten lla-lln 

gedruckten Schaltungsplatten 11a— lln, wobei Fig. I A sehr feine Leitermuster fttr die Verdrahtungsmuster 
die obere Seite der gedruckten Schaltungsplatten 55 llw tragen, um die Montagedichte der Komponenten 

11a— 1 In zeigt, wahrend Fig. IB die Bodenseite dersel- darauf zu- erhdhen. Wenn das AusmaB der Versetzung 

benzeigt oder des Driftens der gedruckten Schaltungsplatten 

GemaBdenFig. lAund IB tragt jede der gedruckten lla-lln ObermaBig grofl wird kann selbst die elektri- 

Schaltungsplatten lla-lln darauf ein Verdrahtungs- sche Verbindung zwischen den Verbindungsleitungen 
muster llw und es sind Verbindungsleitungen 13 auf 60 13 und den entsprechenden AnschluBflachen nicht liln- 

einem gemeinsamen Leitungsrahmen 14 als ein Teil des- ger aufrechterhalten werden. 

selben gehalten. Ferner enthalt der Leitungsrahmen 14 Es war daher in herkdmmlicher Weise erforderlich, 

Warmesenken 12a— 12n jeweils in Entsprechung zu den die Abweichung jeder der gedruckten Schaltungsplat- • 

gedruckten Schaltungsplatten lla-lln. Obwohl dies* ten lla-lln genau durch einen Sensor zu messen, der 
nicht explizit veranschaulicht ist, sind die Warme senken 65 an dem Roboter vorgesehen ist und die Abweichung in 

12a— 12n mit dem Leitungsrahmen 14 als ein Teil der- solcher Weise zu korrigieren, daB die Elektronikkorapo- 

selben Qber ein Oberbriickungsteil verbunden. In der nenten richtig auf den versetzten gedruckten Schal- 

ublichen Weise sind die Verdrahtungsmuster llw mit tungsplatten montiert wurdea Jedoch erfordert ein sol- 
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Durchsatz der Produktion der EIektronik«ratew»ver- * f } m S' dn,ck , te Scha1 ' 

meidlich verschlechtert ^ eKWOmlc ? er « e tungspiatten, von denen jede einer der Schaltungs- 

Ahernativ kann man zunachst die Komponenten auf 5 SEfcg "^^^P^e 
jeder der gedruckten Schaltungsplatten tla-lln mit 

tungspiatten 11a- Un, wie im FaDe von Fte 2 ver- i<» T ^ Gr . u PPen-Schaltungszonen enthal- 

schJechten wird * ' 6r der ? weiten Kante "geordnet sind, und 

Andererseits ist ein solcher herkQmmlicher ProzeB USa *e Leiterrahmenstruktur ein erstes Leiterrah- 

mltdemNacAteabdSf^SifeSSS^M EntT^ Wtarrahmentefl umfaBf. von 

ZeitpunktclerBefestigungderVerbnuJunesleitoeenS IKfi^T 1 « b& d f eme Le «errahmen. 
auf den gedruckten S<3SEKt?5i SL??* ng . der Kante der Haupt- 

sacht und dafl die bereits au? dS Jedrlck 2ES* 2? ^ppl»«c to solcher Weise angeordnet ist, daB 

ponenten etne unerwunschte Drift a!<: 1,™)™;, Kr tX c u " eKiroaenan scnluBnachen in den ersten Gruppen- 

^Wenaeiad^SSK^^^tftaSd/S' * l^* 1 *** 1 ™** ^rbunden werden und das zweite 

richtung .wfato d5l!£SS^Z entsp" SSSHSSSSS^ ? ^ ^ "* 

chenden.Verdrahtungsmustern llw auf der gedruckten !S ~ a ^^WP 1 "** m solcher We,se M « e - 

Schaltungsplatte verlorengehen. S^druckten ordnet m, daB die Verbmdungsleitungen mh jeweiligen 

Um ein solches DrifM auf der . 3 2 J ElektrodenanschluBflachen in den 

gedruckten Schaltungsplatte zu SEn is eTerfor ^en G^ppen^chaltungszonen verbunden werden. 
derlich, eine untencM^AelSSSSiSiS^ , e ?^ 3 d / r vo , rl i e g €nden Erf5 ^«ng wird dw Anloten 

den Aufschmelzvorgang u^vemeTdHch Se ASteU SSf gander verbunden werden. Wenn 
lungskostenerhdht nneuiacn aie Merwel- dabei einmal eine nchuge Positionierung zwischen der 

« Letterrahmenstruktur und der gedruckte Haupt-Schal- 

zur Herstellung eines KoidKtesS scfaateflS 5 hS/S Schaltungszonen hinweg und auch 

Ein anderes spezifischeres' Ziel der vorlieeenden Er JSLfS" ^ cvorzu ^ e 1 n AusfOhrungsform der vorlie- 

SS3iS= ■ SSSSSSSSSSs 

(a) Ausbilden einer V.elzanl vou Schaltungszonen 3£K8S ? " ^ Produktionsdurcbsatz 

SUXJ^^ ' NaChdCm die ^tronikkomponenten in dieser Wei- 

piatte, aerart, daB jede der Vielzahl der Schaltungs- 60 se montiert sind, wird die gedruckte HauDt-Schaitimes- 

elektroden in jeder der Schaltungszonen in einem Andere Ziele und weitere Merkmale der vorlieeen- 
' iW' den l die . V L elzabl d 5 Schaltungszonen den Erfindung ergeben s ch auTSLdl detailUer 
nute,nandermechan,sch in der Form der gedruckte ten Beschreibunl unter H^SKbSSSS^ 
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Zeichnungen, 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 A und IB sind Diagramme, die einen herkdmm- 
lichen Prozefl der Herstellung von Elektronikgeraten 
zeigen, welche eine gedruckte Schaltungsplatte enthal- 
ten; 

Fig. 2 ist ein Diagramm, welches die Probleme auf- 
zeigt, die bei dem herkflramlichen HerstellungsprozeB 
entstehen; 

Fig. 3A und 3B sind Diagramme, welche eine erste 
Ausf uhrungsform der vorliegenden Erf indung zeigen; 

Fig. 4 ist ein FluBdiagramm, welches den Herstel- 
lungsprozeB gem&B der ersten Ausfuhrungsform veran- 
schaulicht; 

Fig. 5 ist ein Diagramm, welches eine Nut zeigt, die in 
einer gedruckten Haupt-Schaltungsplatte ausgebildet 
ist, um den ZerschneidungsprozeB derselben zu verein- 
fachen; 

Fig. 6A und 6B sind Diagramme, die eine zweite Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung veranschauli- 
chen; 

Fig. 7A und 7B sind Diagramme, die das Endprodukt 
zeigen, welches dtirch irgendeine der ersten und zweiten 
Ausftihningsforroen der vorliegenden Erfindung erhal- 
tenwurde; 

Fig. 8 ist ein Diagramm, welches ein Halbproduict ei- 
ner Schaltung bereit zura Testen zeigt; 

Fig. 9 ist ein FluBdiagramm, welches den ProzeB des 
Testcns veranschaulicht; 

Fig. 10 ist ein Diagramm, welches die Konstruktion 
einer Testausrustung zeigt, die zum Testen des Gerates 
in dem Zustand des Halbproduktes verwendet wird; und 

Fig. il ist ein Diagramm, welches die IConstruktion 
einer Testausrustung zeigt, die zum Testen des Gerates 
in dem Zustand des Halbproduktes verwendet wird. 

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten 
AusfOhrungsformen 

Die Fig. 3A und 3B zeigen den ProzeB zur Herstel- 
lung eines Elektronikger&tes in dem Zustand eines 
Halbproduktes, wobei die Flg.3A die Oberseite des 
Halbproduktes in einer perspektivischen Ansicht zeigt, 
wahrend die Fig. 3B die Bodenseite des Halbproduktes 
ebenfalls in einer perspektivischen Ansicht zeigt Es sei 
darauf hingewiesen, daB der veranschaulichte ProzeB 
ein Halbleiterpaket als das Elektronikgerat erzeugt 

GemiB Fig. 3A enthalt das Haibprodukt eine haupt- 
gedruckte Leiterplatte 1, auf der eine Anzahl gedruck- 
ter Schaltungszonen la— In festgelegt sind, wobei dar- 
auf hingewiesen sei, daB jede der gedruckten Schal- 
tungszonen la— In ein Verdrahtungsmuster Iw und 
Elektronikkomponenten lc enth&lt, die aus einem Wi- 
derstand, einem Kondensator, einem Transistor oder ei- 
ner integrierten Schaltung bestehen k&nnen, Wie ferner 
aus Fig. 3B zu ersehen ist, sind Warraesenke-Platten 2a f 
2b und 2n auf der Bodenseite der gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte 1 jcweils in Entsprechung zu den Zo- 
nen la— In vorgesehen, wobei die W&rmesenke-Platten 
2a, 2b und 2n als ein einheitlicher, integraler KBrper des 
Leitungsrahmens 4 ausgebildet sind 

Der Leitungsrahmen 4 enthalt seinerseits eine Viei- 
zahl von Leitungsrahmenzonen 4a— 4n, wobei die Zone 
4a der Zone la entspricht, die Zone 4b der Zone lb 
entspricht und die Zone 4n der Zone in entspricht In 
jeder der Zonen 4a— 4n sind ein oder mehrere Verbin- 
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dungsleiter 3 vorgesehen, so daB sie sich von dem Lei- 
tungsrahmen 4 als einheitlicher integraler Teil desselben 
weg erstreckea Bei dem Haibprodukt der Fig. 3A und 
3B ist jede der Verbindungsleitungen 3 auf eine entspre-, 
5 chende ElektrodenanschluBflache 1 wc angeletet, die auf 
der Bodenseite der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
1 in elektrischer Verbindung nit. dem Verdrahtungsmu- 
ster 1 w iri jeder der Zonen la— In ausgebildet ist 
Fig. 4 zeigt den ProzeB zur Herstellung des Halbpro- 

io duktesderFig.3Aund3B. . 

Gemafl Fig, 4 wird eine Lotpaste auf das Verdrah- 
tungsmuster lw in jeder der Zonen la- In der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte 1 bei einem Schritt SI mit 
Hilfe eines Siebdruckprozesses oder irgendeines ande- 

15 ren geeigneten Prozesses aufgebracht 

Nach dem Schritt SI wird die so mit def Lotpaste 
venehene gedruckte Haupt-Schaltungsplatte . 1 hin- 
sichtlich des Leitungsrahmens 4 bei einem Schritt S2 
ausgerichtet, so daB die Schaltungsplatte 1 auf den War- 

20 mesenke-Platten 2a— 2n abgesttltzt ist und derart, daB 
jede der Verbindungsleitungen 3 des Leitungsrahmens 4 
einen Kpntakt mit einer entsprechenden Elektrodenan- 
schluBflache 1 wc bildet 
Als n&chstes werden unter Aufrechterhaltung ,der 

25 Ausrichtung zwischen der gedruckten Haupt-Schal- 
tungsplatte 1 und dem. Leitungsrahmen 4 die Elektro- 
nikkomponenten lc bei einem Schritt S3 auf die ge- 
druckte Haupt-Schaltungsplatte 1 an den jeweiligen 
vorbestimmten Stellen mit holier PrSzision plaziert Ein 

30 derartiges Plazieren der Elektronikkomponenten lc 
kann durch einen Roboter oder eine andere geeignete 
automatisierte Zusammenbauausrustung ausgefiihrt 
werden. 

Nach dem Schritt S3 wird die gedruckte Haupt-Schal- 

35 tungsplatte 1, welche die Elektronikkomponenten lc 
und den Leitungsrahmen 4 tragt, durch einen Auf- 
schmelzofen bei einem Schritt S4 hindurchgefiihrt, um 
ein Aufschmelzen der LStpaste zu bewirken, die auf die 
Verdrahtungsmuster lc auf der gedruckten Haupt- 

40 Schaltungsplatte - 1 aufgebracht wurde, Gleichzeitig 
werden die Warmesenke-Platten 2a -2n auf der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte 1 aufgeiotet 

Ferner wird bei einem Schritt S5 der Leitungsrahmen 
4 in solcher Weise geschnitten, daB die Verbindungslei- 

45 tungen 3 voneinander getrennt werden und es werden 
dann die einzelnen in solcher Weise hergesteliten ge- 
druckten Schaltungen in dem Zustand getestet, den sie 
noch auf der gemeinsamen gedruckten Haupt-Schal- 
tungsplatte 1 haben- Nach dem Testen wird jede der 

so gedruckten Schaltungszonen la— In mit einer elektro- 
magnetischen Abschirmkappe versehea 

SchlieBlich wird bei einem Schritt S6 die gedruckte 
Haupt-Schaltungsplatte 1 in einzelne gedruckte Schal- 
tungsplatten entsprechend den Zonen la-ln aufgeteilt 

55 Bei dem Schritt S6 kann man eine elektromagnetische 
Abschirmkappe auf jede der gedruckten Schaltungszo- 
nen la— In vorsehen, und zwar wShrend eines Zustan- 
des, bei dem die gedruckten Schaltungszonen la— In 
noch auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 mit- 

60 einanderverbundensind 

' GemaB dem ProzeB von Fig. 4 wird die Ausrichtung 
zwischen den Koraponenten lc und den entsprechenden 
Verdrahtungsmustern lw auf der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte 1 in "einfacher Weise zu dem Zeitpunkt 

65 des Aufschmelzens bei dem Schritt S4 aufrechterhalten, 
wobei der Aufschmelzprozefi bei dem Zustand durchge- 
ivihrt wird, bei dem die gedruckten Schaltungszonen 
la— In starr miteinander verbunden sind Beispielswei- 
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dtfL^ 1 Und - ^ Es sei ^ Wngewiesen, dafi jede.der Leiter- 

ode ^SSSS^-SSSf"". ^T" 6 411 «i»«»M« (4a)a-(42)n Verbuidungsleitungen 3 2 ent- 

r?i^« mant ^ ge ^ emBlt werd . ea ha1t » d 5 " 5 ^ eil »«nj Tea des UitungTrahmens 4, abge- 

d |™f^ nS «^ R «' 4 t a ^« la Jldiegedruckte . ten, wobei die Verbindung des LeitLgsrahmeni 4 fuf 

Haupt-Schaltungsplatte 1 durcb erne Diamant-Zertei- 5 der gedruckten Haupt-Schaltunssolatte TEch er 
lungssage oder erne Lasersage zersSgen. Altemativ ist reicht wird, wderadi > vSKKffi^ 

hinweg haben. Da durch Formen der Leitungsrahmen 4 Die Hir M 3 7ft J??Jf? *T J . , • 

£jg££SB=avaBs sseaaetsfisssrss 

obere Sate ernes Halbproduktes in einer perspektivi- druckten Schaltunesolatte to S^Tr™i.iSJ5 

Garden Fte 6A „nd fift ict „„« »^ ^ tungsplatte la, gegenliber einer elektromagnetischen 

uemau flen *ig.6A und 6B ist nun die gedruckte Interferenz abgeschirmt 

S^TTZiu 1 45 ^^""^nachsteseineBeschreibungdesSchrit- 

in T.S < \ 2 ~ lDl d - 5"? 1, W ° bei ^ teS S6 des FluBdiagrammes der Rg. 4 gegeben werden 

net Sf ' " ' 2 ~ 2 " 2We ' Rdhen angCOrd - um die Elektronikgerate zu testen. die durch die voriie 

Anf H«. B-n. i L t ; . ' gende Erfi ndung bergestellt wurden. Der Test wird auf 

JSL • 4 • r 6lhe ' W l ,chc die Zonen ,a, ~ lni einer TestausrUstung durchgefOhrt die so auseeleat fat 

gebracht, wobei die Leiterrahmeokonstruktion 4, Lei- produktes zu testen. welches unter w nw»l^ »..f 

terra^erHonen(4 1 )a-(4 I )nenthalt,dieje W eiI S denZo- S«£^ASS^T£te?btS 

nen la, - In, entsprechen. Jeder der Leiterrahmenzo- ben wurde. wtinoung Deschne- 

nea (4,)a-(4,)n enthilt seinerseits eine Vielzahl von Fig. SzeigtdasHalbproduktbereitzumTesteninder 

VerbuidungslenungenS, und der Leitungsrahmen 4, ist 55 Testausrttstung. wobei darauf hinSsen SidaB die 

SEES . durch Ab» w jeder der Verbindimgsleitungen 3 von de7Le™inl at 

^S^W^ ^V^P^^Elek- getrenntsmdAndererseitsbefuidensichdiegVdruckLn 

ttodenamchluBfldche lwc, die auf der Bodenseite der Schaltungszonen la-ln noch in dem Zustand, bei dem 

gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 ausgebildet ist, sie miteinander verbunden sind, und zwar in der FoS 

nut der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 verbun- M der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 
den. In Fig. 6A ist die DarsteQung der Verdrahtungsmu- Bei dem HaJbprodukt von Fig. 8 funkuonieren die 

1 1 £ l aUCh d !? E ^ n,kkom P° n f «ten der Einfach- Schaltungen auf den Zonen la-ln fan M?p7a£ 

n 1E2S? W^S'^f ^ g8 ^ aSSen *, • v ander unabh an*«. «te«d der Betrieb der Schaltun- 

men So^S^^^^^^^^^ gen daz ^ ? eigt - flber die elektromagnetische Interferenz 

^wlitrihh ,u ? "i Cn20 ? e n .^-^ ^ I st 5 ?- « gegenseitig beeinfluQt zu werden. Eine solche elektro- 

wohl elektriscb als auch mechanischen nut den gedruck- magneusche Interferenz zum Zeitpunkt des Testvor- 

ten Schaltungszonen la 2 - In, verbunden. die eine ande- ganges ist insbesondere bei der Konstruktion von Fig. 8 

re Reihe auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 ernstzunehmen, bei der die einzelnen Schaltungen V- 
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beneinander bci minunaler Trennung angeordnet sind gezeigte HaJbprodukt wahrend des Testes montiert ist 

Somit enthait die Testausriistung einen entfernbaren Gem&BFig. 10 wird die gedruckte Schaltungsplatte 1, 

elektromagnetischen Schirm, der selektiv die Schaltung die das Halbprodukt bildet und die verschiedenen Kom- 

abdeckt, die einem Test unterzogen wird ponenten lc und Leitermuster. 1 w darauf an verschiede- 

Es sei darauf hingewiesen, daD eine solche elektroma- 5 nen gedruckten Schaltungszonen la— tn tr&gt, tlber den 

gnetische Abschirmung fur das Testen der Mikrowel- Objekttisch 21 geftthrt, und zwar mil Hilfe eines nicht 

lenvorrichtungen und Schaltungen wesentlich ist, bei gezeigten Fordermechanismus, wie dies durch einen 

denen die Betriebseigenschaften dazu neigen, zwischen Pfeil angezeigt ist 

dern Zustand, bei dem eine elektromagnetische Abschir- Der Objekttisch 21 tragt seinerseits ein Leitermuster 
mung vorgesehen ist und dem Zustand, bei dem keine 10 21a zum Angriff an die Verbindungsleitungen 3, die auf 
solche elektromagnetische Abschirmung vorgesehen der gedruckten Schaltungsplatte 1 ausgebildet sind, und 
ist, sich zu andern. es wird das Halbprodukt, welches auf solche Weise als 
Somit fuhrt die Testausriistung den Testvorgang in gedruckte Schaltungsplatte 11 ausgebildet worden ist, 
dem Zustand durch, bei dern die Schaltung durch eine zu der TestausrOstung 20 derart gefSrdert, daB die ge- 
Dummy-Metallkappe abgeschirmt ist, welche die glei- 15 druckten Schaltungszonen la— In eine nach der ande- 
che GroBe hat wie die Metallkappe, die bei der tatsach- ren in Eingriff mit dem Objekttisch21 gelangen, 
lichen Vorrichtiing ftir eine elektromagnetische Ab- Umjede der Schaltungen auf den Zonen la— lww&h- 
schirmung verwendet wird. rend des Testvorganges abzuschirmen, enth&lt die Test- 
Fig, 9 ist ein FluBdiagramm, welches die Prozedur des ausriistung 20 eine Dummy-Metallkappe 22 mit einer 
Testvorganges geraaB der vorliegenden Ausfflhrungs- 20 GroBe und einer Gestalt, die identisch sind mit einem 
form der Erfindung veranschaulicht Es sei darauf hinge- Abschirmgchause, welches tatsachlich auf jedem Pro- 
wiesen, dafl der TestprozeB von Fig, 9 dem Schritt S5 dukt vorgesehen wird, nachdem die gedruckten Schal- 
vonFig. 4 entspricht tungszonen la— In in getrennte Schaltungen aufgeteilt 
GemaB Fig, 9 startet die Schrittfolge mit einem worden sind Urn ferner eine richtige Anlage oder An- 
Schritt SI 1, urn das Halbprodukt der Fig. 8 auf die Test- 25 griff der Verbindungsleitungen 3 mit dem entsprechen- 
ausriistung zu laden. der. Leitermuster 21a sicherzustelien, ist die Metallkap- 
Als nachstes wird bei einem Schritt S12 eine elektro- pe 22 mit Stiften 22a ausgestattet, die durch jeweilige 
magnetische Abschirmung auf eine ausgewahlte ge- Schraubenfedern angedrQckt werden, um die Verbin- 
druckte Schaltung auf der gedruckten Haupt-Schal- dungsleitungen 3 gegen das entsprechende Leitermu- 
tungsplatte 1 aufgesetzt und es wird ein Test hinsichtlich 30 ster 21a auf den Objekttisch 21 zu drticken. Durch die 
der abgescbirmten gedruckten Schaltung bei einem Verwendung der Metallkappe 22 ist esmdglich, die Vor- 
Schritt S13 ausgefuhrt. Nach dem Testen gem&B dem richtung in einem Zustand zu testen, der identisch dem 
Sdaritt S13 wird die elektromagnetische Abschirmung Zustand ist, in welchem die Vorrichtung nach der Ver- 
bei einem Schritt S14 entfernt und die elektromagneti- schickung als Produkt verwendet wird. 
sche Abschirmung wird auf eine andere gedruckte 35 Fig. 1 1 zeigt die Konstruktion einer andern Testaus- 
Schaltung auf der Platte 1 vorgesehen, indem zu dem rUstung 30, die einen Objekttisch 31 enthait* auf dem das 
Schritt S12 zurQckgekehrt wird In diesem Fall werden in den Fig. 6A und €B gezeigte Halbprodukt montiert 
. die SchritteS12 und S13 wiederholt, bis alle gedruckten wird 

Schaltungen auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplat- GemaB Fig. 1 1 wird die gedruckte Schaltungsplatte 1, 

te 1 eine nach der anderen getestet sind 40 die das Halbprodukt bildet und verschiedene Kotnpo- 

Alternativ kann bei dem Schritt S12 die Abschirmung nenten lc und Leitermuster Iw darauf auf verschiede- 

fur alle die gedruckten Schaltungen la— In auf der ge- nen Zonen la t — Ini und la 2 — ln 2 tragt, fiber den Ob- 

druckten Schaltungsplatte 1 vorgesehen werdert In die- jekttisch 31 mit Hilfe eines Fordermechanismus gefor- 

sem Fall kann der Testvorgang bei dem Schritt S13 dert, der nicht gezeigt ist, wie dies durch einen Pfeil 

gleichzeitig ausgefuhrt werden. 45 angezeigt ist 

Nachdem der Testvorgang vervollstandigt ist, wird Es sei darauf hingewiesen, daB die gedruckte Schal- 

die elektromagnetische Abschirmung der Testausrii- tungsplatte 1 die Rahmen 4i und 4z an beiden Seitenkan- 

stung entfernt und es werden die gedruckten Sehaltun- ten derselben tragt, wahrend die Verbindungsleitungen 

gen auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 mit 3i und 32 von den jeweiligen Rahmen 4j und 4 2 zum 

einer dauerhaften elektromagnetischen Abschirmung 50 Zwecke des Testens fcbgetrennt sind Ferner enthait je- 

versehen, wie einem Geh&use 5, das in Fig. 7A gezeigt der der Rahmen 4j und 4* Perforationen 4x fiir den 

ist, wie dies bei dem Schritt S15 angezeigt ist Eingriff mit einem Kettenrad des Fdrdermechanismus, 

Es wird dann weiter ein Schritt S16 ausgefuhrt, der der nicht veranschaulicht ist Dadurch werden die Lei- 

dem Schritt S6 von Fig. 4 entspricht und es wird die terrahmen 4i und 4* und damit die gedruckte Schal- 

gedruckte Haupt-Schalturigsplatte 1 in eine Vlelzahl 55 tungsplatte 1 stabile in der mit einem Pfeil angegebenen 

von gedruckten Schaltungsplatten aufgeteilt, von denen Richtung gefordert 

jede eine gedruckte Schaltung tragt, die bereits getestet * Der Objekttisch 31 enthait seinerseits Objekttischzo- 

worden ist nen 31 A und 31B, die jeweils Leitermuster 31a und 31b 

Wie an fruherer Stelle erwahnt worden ist, ist es wun- tragen fiir den Angriff mit den Verbindungsleitungen 3j 
schenswert, eine elektromagnetische Abschirmung der eo und 3*, die auf einer gedruckten Schaltungszone auf der 

Testausriistung Yorzusehen, die bei dem Schritt S12 auf- gedruckten Schaltungsplatte 1 ausgebildet sind, wie bei- 

gesetzt wird und die die gieiche GroBe hat wie die Grd- spielsweise die Zone In und die gedruckten Schaltungs- 
Be der dauerhaften elektromagnetischen Abschirmvor- zonen lai — lnt gelangen eine nach der anderen aufein- 
richtung 5, um sicherzustellen, daB das Testergebnis fUr anderfolgend in Eingriff mit dem Objekttisch 31B. In 
die aktuellen Gerate GOltigkeit hat die an die Verbrau- 65 ahnlicher Weise gelangen die gedruckten Schaltungszo- 

cher verschickt werden. nen 1 a2— ln2 cine nach der anderen in Aufeinanderfolge 

Fig. 10 zeigt die Konstruktion einer Testausrilstung in Eingriff mit dem Objekttisch 31 A 

20, die einen Objekttisch 21 enthait, auf dem das in Fig. 8 Um jede der Schaltungen auf den Zonen lai — lm und 




la 2 -ln2 wahrend des Testvorganges abzuschirmen, 
enthalt die TestausrQstung 30 eine Dummy-Metallkap- 
pe 32, die aus einem ersten Teil 32A und einera zwciten 
Tei 32B gebildet ist, wobei jede der ersten und zweiten 
Telle 32A und 32B eine GrSBe und eine Gestalt haben, 5 
die ldentisch sind mit einem Abschirmgehause, welches 
tatsichlich auf jedem der Produkte vorgesehen wird, 
nachdem die gedruckten Schaltungszonen la t — lm und 
la 2 - ln 2 in getrennte Schaltungen aufgeteilt worden 
sind Urn ferner einen richtigen Angriff der Verbin- 10 
dungsleitungen 3i und 3 2 mit den entsprechenden Lei- 
termustern 31a und 31b sicherzustellen, sind die Metall- 
kappenteile 32A und 32B mit Stiften 32a und 32b ausge- 
stattet, die durch jeweilige Schraubenfedern angedriickt 
werden, urn die Verbindungsleitungen 3 { und 3 2 auf die t5 
entsprechenden Leitermuster 31a und 31b auf dem Ob- 
jekttisch 3 1 anzudrucken. 

Durch die Verwendung der Testausriistung von 
Fig. 1 1 kann der Test der Vorrichtung effizient in dem 
gieichen Zustand erreicht werden, in welchem die Vor- 20 
nchtung nach der Verschickung eines Produktes ver- 
wendet wird. 

Ferner ist die vorliegende Erfindung nicht auf die 
zuvor beschriebenen Ausfahrungsformen beschrankt, 
sondern es sind vielfaltige Abwandlungen und Modifi- 25 
kationen mdglich, ohne dadurch den Rahmen der vorlie- 
genden Erfindung zu verlassen. 

Patentansprfiche 

U Verfahren zur Herstellung eines Gerates, wel- J ° 
ches eine gedruckte Schaltungsplatte enthalt, ge- 
kennzeichnet durch die folgenden Schritte: 

(a) Ausbilden einer Vieizahi von Schaltungszo- 
nen (lai— lnj) auf einer einzelnen gedruckten 35 
Haupt-Schaltungsplatte (IX derart, daft jede 
der Vieizahi der Schaltungszonen ein Leiter- 
muster (1c) enthalt welches einer gedruckten 
Schaltungsplatte entspricht, die das Gerat bil- 
det, ^ 40 - 

(b) AnschlieBen einer oder mehrerer Verbin- 
dungsleitungen (3, 3 U 3*) an entsprechende An- 
schluBflacheneiektroden (Iwc) in jeder der 
Schaltungszonen in einem Zustand, bei dem 
die Vieizahi der Schaltungszonen (la- In) me- 45 
chanisch in der Form der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) miteinander verbunden 
sind, und 

(c) nach dem Schritt (b) Aufteilen der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) in emzelne ge- 50 
druckte Schaltungsplatten (la- In); von denen 
jede einer der Schaltungszonen auf der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte entspricht 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt (b) einen Schritt umfaBt 55 
be: dem ein Aufschmelzen einer auf den Leitermu- 
stern (lc) vorgesehenen LStmateriallegierung ver- 
ursacht bzw. herbeigefuhrt wird 

3. Verfahren nach Anspruch. 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Verfahren die folgenden Schritte 6 o 
umfaBt: 

Ausbilden einer Leiterrahmenstruktur (4, 4a- 4n, 3) 
mit einem LeiterrahmenkOrper (4) in solcher Weise, 
daB der Leiterrahmenktirper eine Vieizahi von Lei- 
terrahmenzonen (4a- 4n) enthalt von denen jede 65 
eine oder rnehrere der Verbindungsleitungen (3) 
tragt und derart, daB die Verbindungsleitungen sich 
von dem Leiterrahmenkdrper (4) als ein integraler 

*est Available Copy 
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Teil desselben erstrecken, und 
wobei der Schritt (b) die Schritte umfaBt, gemaB 
einem Aneinanderanbringen der Leiterrahmens- 
truktur (4, 4a-4n, 3) an der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) in solcher Weise, daB in jeder 
der Leiterrahmenzonen (4a-4n) die eine oder 
rnehrere Verbindungsleitungen (3) an jeweilige ent- 
sprechende AnschluBflachenelektroden (lwc) einer 
gedruckten Schaltungszone (la- in) angelotet 
werden, die der Leiterrahmenzone (4a-4n) ent- 
spricht 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterrahmenstruktur in jeder der 
Vieizahi der Leiterrahmenzonen ein Warmesenke- 
teil (2a -2n) enthalt welches als einheitlicher inte- 
graler Teil des Leiterrahmenkdrpers (4) ausgebil- 
det ist, .und daB der Schritt (b) in einem Zustand 
ausgefGhrt wird, bei dem die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (1) auf den Warmesenketeilen 
(2a-2n)abgestutztist 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt <b) in solcher Weise ausge- 
ftlhrt wird, daB die Warmesenketeile (2a-2ri) an 
den jeweiligen Zonen, die der Vieizahi der Schal- 
tungszonen (la- In) entsprechen, auf der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) angeldtet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeicbnet daB der Schritt (b) einen Schritt der Befe- 
stigung der Elektronikkoraponenten (lc) auf jeder. 
der Schaltungszonen (la- In) des Hauptsubstrats 
(1) umfaBt 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeicnnet, daB der Schritt der Befestigung der Elek- 
tronikkomponenten (lc) die Schritte umfaBt, ge- 
maB Plazierender Elektronikkomponenten (lc) auf 
den jeweiligen entsprechenden Leiterraustern (1 w), 
die auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1) 
ausgebildet sind, Plazieren der Verbindungsleitun- 
gen (3) in Kontaktangriff mit entsprechenden Elek- 
trodenanschluflflachen (lwc) auf der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte (1) und gleichzeitiges An- 
16 ten der Elektronikkomponenten (lc) und der Ver- 
bindungsleitungen (3) auf den Leitermustern und 
den ElektrodenanschluBflachen. 

8. Leiterplattenanordnung, gekennzeichnet durch 
eine gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) mit ei- 
ner Vieizahi von gedruckten Schaltungszonen 
(la- In), die je ein Leitermuster (tw) in einem Zu- 
stand tragen, bei dem die Vieizahi der gedruckten 
Schaltungszonen miteinander verbunden sind, wo- 
be A «« s Leite n™u*er (lw) eine Elektrodenan- 
schluBflache (lwc) in jeder der Vieizahi der ge- 
druckten Schaltungszonen (la- In) enthalt, und 
durch eine Leiterrahmenstruktur (4, 4a -4n, 3), die 
einen Leiterrahmen (4) enthalt, wobei der Leiter- 
rahmen eine Vieizahi von Leiterrahmenzonen 
(4a— 4n) umfaBt und wobei sich eine Verbindungs- 
leitung (3) bei jeder der Vieizahi der Leiterrahmen- 
zonen (4a-4n) von dem Leiterrahmen (4) als ein 
einsttickiger Korper erstreckt, 

wobei die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
und die Leiterrahmenstruktur (4, 4a-4n,3).elek- 
trisch und mechanisch in solcher Weise miteinan- 
der verbunden sind, daB in jeder der Leiterrahmen- 
zonen (4a- 4n) die Verbindungsleitung (3) auf einer 
entsprechenden Elektrodenanschiuflflache (lwc) 
eines Leitermusters (1 w) in einer gedrucktenSchal- 
tungszone (la- In) angelfltet ist, die der Leiterrah- 
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menzone (4a ~4n) entspricht 

9. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die gedruckte Haupt- 
Schaitungsplatte (1) Elektronikkoraponenten (lc) 
auf einer Hauptflache derselben in jeder der Viel- 5 
zahi der gedruckten Schaltungszonen' (la-ln) 
trfigt 

10. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, ■ 
dadurch gekennzeichnet, daB der Leiterrahmen 
Perf orationen (4x) enthait, die f Ur einen Eingriff mit 10 
einem Fordermechanismus geeignet sind 

11. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die gedruckte Haupt- 
Schaitungsplatte (1) eine erste Kante und eine 
zweite gegentiberliegende Kante aufweist, daB die 15 
Vielzahl der gedruckten Schaltungszonen eine er- 
ste Gruppe Schaltungszonen (lai — In*) enthiilt, die 
endang der ersten- Kante angeordnet ist, und eine 
zweite Gruppe von Schaltungszonen (U2— ln2) 
umfaBt, die entlang der zweiten Kante angeordnet 20 
ist, und wobei die Leiterrahmenstruktur ein erstes 
Leiterrahmenteil (4 Jt (4t)a— (4|)n, 3i) und ein zwei- 
tes Leiterrahmenteil (4* (4i)a— (4 2 )n, 3 2 ) umfaBt, 
von denen jedes einen Leiterrahmen (4i, 4jb) und 
eine Vielzahl von Verbindungsleitungen (3u 3 2 ) ent- 25 
halt, wobei das erste Leiterrahmenteil (4 U 
(4i)a-(4i)rt 3i) entlang der ersten Kante der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte (1) in solcher 
Weise angeordnet ist, daB die Verbindungsleitun- 
gen (3j) mit jeweiligen entsprechenden Elektroden- 30 
anschluBflachen (lwc) in der ersten Gruppe der 
Schaltungszonen (lai — lmi) verbunden sind und 
wobei das zweite Leiterrahmenteil (4* (4j)a— (4 2 )n, 
3 2 ) entlang der zweiten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte (1) in solcher Weise ange- 35 
ordnet ist, daB die Verbindungsleitungen (3 2 ) mit 
jeweiligen entsprechenden ElektrodenanschluBfla- 
chen (lwc) in der zweiten Gruppe der Schaltungs- 
zonen ( 1 a 2 — 1 n 2 ) verbunden sind. 

1Z Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 40 
bei der die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
eine erste Kante und eine zweite gegenOberliegen- 
de Kante aufweist, wobei die Vielzahl der gedruck- 
ten Schaltungszonen eine erste Gruppe von Schal- 
tungszonen (lai-lm) umfaBt, die entlang der er- 45 
sten Kante angeordnet ist, und eine zweite Gruppe 
von Schaltungszonen (la 2 -ln 2 ) umfaBt, die ent- 
lang der zweiten Kante angeordnet ist und wobei 
die Leiterrahmenstruktur ein erstes Leiterrahmen- 
teil (4j) und ein zweites Leiterrahmenteil (4 2 ) ent- 50 
halt, die von der Vielzahl der Verbindungsleitungen 
(3i, 3 2 ) abgetrennt sind, wobei das erste Leiterrah- 
menteil entlang der ersten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte in mechanische Verbin- 
dung mit der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 55 
angeordnet ist und wobei das zweite Leiterrahmen- 
teil entlang der zweiten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte in mechanischer Verbin- 
dung zu der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
angeordnet ist eo 
13. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB jede der er- 
sten und der zweiten Gruppe von gedruckten 
Schaltungszonen (lai-lm lf la 2 — ln 2 ) jeweiiige 
Schaltungsmuster (lw) in einer solchen Beziehung 65 
aufweist, daB das Schaltungsmuster (lw) einer ge- 
druckten Schaltungszone (la 2 — ln 2 ) einer zweiten 
Gruppe ein Spiegelbild des Schaltungsmusters ei- 



ner entsprechenden gedruckten Schaltungszone 
(1 ai — lmi) der ersten Gruppe ist 

14. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 1 1 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB jedes der er- 
sten und zweiten Leiterrahmenteile (4t, 4 2 ) ein Per- 
forationsloch (4x) trSgt, welches Mr einen Eingriff 
mit einem Fdrdermechanismus geeignet ist 

15. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet daB die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (1) eine Vielzahl von Wtanesen- 
ke-Platten (2a— 2n) tragt, die auf einer Hauptflache 
der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1) gegen- 
flber einer Hauptflache angelotet sind, auf der die 
Elektronikkotnponenten (lc) montiert sind, und 
zwar in Bntsprechung zu der Vielzahl der gedruck- 
ten Schaltungszonen (la— In), wobei jede der War- 
mesenke-Platten (2a~2n) ais ein zusammenhan- 
gender KOrper mit dem Leiterrahmen (4) verbun- 
den ist 

16. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Vielzahl der Ver- 
bindungsleitungen (3) auf der Hauptflache der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte (t) angeldtet 
sind, auf der die Warmesenke-Platten (2a— 2n) an- 
gelStetsind 

17. Verfahren zum Testen einer gedruckten Schal- 
tung, die auf einer gedruckten Haupt-Schaltungs- 
platte ausgebildet ist wobei die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte eine Vielzahl von gedruckten 
Schaltungen an jeweiligen gedruckten Schaltungs- 
zonen enthalt, die auf einer gemeinsamen gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte festgelegt sind, ge- 
kennzeichnet durch die folgenden Schritte: 
Vorsehen einer elektromagnetischen Isolation auf 
der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1), urn ei- 
ne gedruckte Schaltung (la-ln) darauf, die gete- 
stet werden soil, abzudecken, und 
Durchffihren eines Testvorganges an der gedruck- 
ten Schaltung (la— In), die mit der elektromagneti- 
schen Isolation ausgestattet ist 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Vorsehens der elek- 
tromagnetischen Isolation bei all den gedruckten 
Schaltungen (la— In) auf der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) ausgef Qhrt wird, 

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Verfahren ferner die folgenden 
Schritte umfaBt: 

Entfernen der elektromagnetischen Isolation von 
der gedruckten Schaltung (la— In) nach dem 
Schritt des Testens, 

Vorsehen einer dauerhaften elektromagnetischen 
Isolation (5) auf der gedruckten Schaltung, und 
Zerteilen der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
(1) in eine Vielzahl von gedruckten Schaltungsplat- 
ten (la— In), von denen jede darauf eine gedruckte 
Schaltung (lw) trigt, wobei die elektromagnetische 
Isolation eine GroBe hat die identisch mit einer 
GrfiBe der dauerhaften elektromagnetischen Isola- 
tion (5) ist 

20. Testanordnung zum Testen einer gedruckten 
Schaitungsplatte, gekennzeichnet durch 

einen Objekttisch (31) zum Haltem einer gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) darauf, wobei die 
gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) durch eine 
Vielzahl von gedruckten Schaltungszonen (la— In) 
definiert ist von denen jede ein Leitermuster (lw) 
und entsprechende Komponenten (lc) trfcgt und 
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wobei die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
ferner eine Vielzahl von Verbindungsieitungen (3) 
an j eder der gedruckten Schaltungszonen (1 a- In) 
trSgt, um jede der gcdruckten Schaltungszonen 
(la— ln)zutesten, 5 
ein auf dem Objekttisch (21) vorgesehenes Leiter- 
muster (21a) in Entsprechung mit den Verbindungs- 
ieitungen (3) einer gedruckten Schaltungszone 
(la-ln), die auf der gedruckten Haupt-Schaltungs- 
platte (1) vorhanden ist, und I0 
ein Abschinngehiuse (22) mit einer GrBBe und ei- 
ner Gestalt, die identisch ist einer GrdBe und einer 
Gestalt eines Abschirmgehauses, welches nach dera 
Testvorgang durch die Testausrtistung auf der ge- 
druckten Schaltungszone (la- In) vorgesehen 15 
wird 

21. Testausrilstung nach Anspruch 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Abschirmgehause (22) eine 
Vielzahl von Stiften (22a) enthait, die in Entspre- 
chung mit den Verbindungsieitungen (3) vorgese- 20 
hen sind, wobei die Stifte (22a) durch jeweiiige Fe- 
dem angedrilckt werden und die Verbindungsiei- 
tungen (3) an das Leitermuster (21a) auf dem Ob- 
jekttisch (21) angedrilckt werden. 

22. TestausrOstung nach Anspruch 20, dadurch ge* 25 
kennzeichnet, daB das Leitermuster auf dem Ob- 
jekttisch (31) ein erstes und ein zweites Leitermu- 
ster (31a, 31b) umfaBt, die den Verbindungsieitun- 
gen (3) eines Paares von wechselseitig benachbar- 
ten gedruckten Schaltungszonen (iaj-tnt, 30 
la 2 - ln 2 ) entsprechen, wobei das Abschirmgehau- 
se einen ersten Teil (32A) enthait, um eine gedruck- 

te Schaltungszone abzudecken, die in Eingriff mit 
dem ersten Leitermuster (31a) steht, und einen 
zweiten Teil (32B) umfaBt, um eine benachbarte 35 
gedruckte Schaltungszone abzudecken, die in Ein- 
griff mit dem zweiten Leitermuster (31b) steht, 
wenn die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) auf 
dem Objekttisch (31) montiert ist, wobei jedes der 
ersten und zweiten TeUe (32A, 32B) des Abschixm- 40 
gehauses eine GrdBe und eine Gestalt eines Ab- 
schirrageh&uses besitzen, welches auf den gedruck- 
ten Schaltungszonen nach dem Testen durch die 
Testausrtistung vorgesehen wird. 
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